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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
1） 加快捷标记及周期标记，优先顺序加在顶层字符(底层字符,对于板内没有空间加我们全套标记时，可以只加FP字母和公司UL认证（如下图）, 同时也要加周期标记,周期格式为YYWW：

                        [image: image1.png]FF EZQ4460




     2) 若顾客文件中有如下标记，请删除
         [image: image2.jpg]



       3）阻抗条上要添加客户产品型号（PN），周期以及我司标记       

2. 板材、叠层：
1） 板厚大于等于1.0MM,公差+/-10%,小于1.0MM，公差+/-0.1mm；
3. 钻孔：
1） 顾客要求金属孔公差小于+/-2mil超能力时，可直接按+/-2mil；槽孔公差超能力时可以直接按+/-5mil控制；
    2) 孔附图中孔径表的槽孔形状需要根据孔附标识的形状制作，无法制作需确认。制作方形槽时允许槽的四个直角存在R角(R角半径最大0.5 mm)。[image: image3.png]= 70.87x51.18
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4. 线路、表面工艺：
1) 板边贴片焊盘允许被削，按不露铜制作；

2) 对于外层基铜0.33/0.5OZ，内层1OZ时，要求小于4mil线公差为+/-15%；大于等于4mil且小于5mil线公差为+/-12.5%;大于等于5MIL线公差+/-10%(技术中心已评审)，其他铜厚时，线宽公差按我公司能力制作
3) 部分阻抗线没有完全被屏蔽时可忽略其影响，如果整层阻抗线都没有被屏蔽需与顾客确认；
4) 客户所有订单要求符合ROHS，如果是喷锡表面工艺，工程按无铅喷锡制作。
5) 板内0.4mm pitch的BGA需要按阻焊限定制作，允许更改BGA尺寸按0.305MM，阻焊开窗更改按0.21mm,焊盘成品公差+/-10%
5. 过孔工艺：
1） 顾客要求≤0.4mm以下过孔塞孔，文件中存在大于0.4mm的过孔盖油时需确认是否塞孔；

2） 顾客要求过孔塞孔，两面开窗的过孔按文件制作不塞孔，单面开窗的过孔按盘中孔塞孔制作；

6. 阻焊、字符：
1） 板边贴片焊盘允许被削，按不露铜制作；
2） 阻焊首选厂商为：太阳、尚洪、大丰(TAMURA),使用南亚和海田油墨无需与顾客确认；该顾客要求SMT/BGA必须有阻焊桥，如果无法做到阻焊桥，需要与顾客确认。铜面上阻焊厚度范围：10-30微米，线路拐角处阻焊厚度≥5微米
3） 如没有字符在金面上的订单，可以不用高士字符油墨，可以用字符打印机。  只有字符在金面上的订单，才要求必须使用高士字符油墨。沉金板不允许字符上焊盘(包括大金面)。金面上的字符无法移动时，被削导致的模糊需要确认；

4） 字符优化：

a） 针对新单，若字符层仍然存在很多焊盘间白油桥的设计（类似附图所示），反馈给顾客进行更改后再回传给我们；
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b） 针对NP更改单（包括按新文件制作的情况），需工程检查字符层是否存在焊盘间白油桥的设计(白油桥.jpg所示焊盘间的字符)，如存在这些设计，需我司CAM工程师自行进行优化处理(将焊盘之间的白油桥删除)，无需再确认：
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6) CAM在ERP阻焊工序备注:不允许阻焊套印（包括阻焊曝光前）
7) CAM在MES备注字符厚度10-30μm，字符偏位+/-0.25mm（不涉及白油块）
7. 外形、拼板：
1） 标注尺寸与实际尺寸不符时，按实际尺寸制作；
      2) 无论客户对V-CUT角度是否有要求，为方便生产，客户允许我司按默认规则调整V-CUT角度为30度生产，对削铜有影响不能按30度生产的订单，可以调整为20度
8. 其他：
1） 翘曲度小于等于0.7%；金属基板翘曲度小于等于0.5%
9. 工程问题处理办法

1）客户要求过孔塞孔，若文件中双面开窗的过孔均按文件不塞孔制作，不需反馈客户确认；
2）过孔优先按正常补偿制作，若存在补偿后间距不足的情况，允许过孔不补偿制作；
3）若客户设计拼板桥连位置未设计邮票孔或v-cut，且桥连宽度不超过5mm，则按客户设计的桥连制作即可，不需反馈确认；
4）若文件中存在设计焊盘距离非金属孔/槽间距不足的6.5mil，允许极限削焊盘保证非金属孔内不露铜制作； 
5）若铜皮或焊盘靠近板边间距不足（外层8mil，内层10mil），均允许我司极限削铜按不露铜制作；
6）若客户设计BGA夹线间距不足（如下图），允许将夹线的线宽缩小至我司能力最小线宽制作；不允许直接削焊盘，若要削焊盘，则需要与客户确认。
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7）若客户文件有字符设计在白油块区域（如下图），允许删除整个白油块上的字符串制作，无需确认。
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8）说明文件中标记有指定位置，但是实际设计文件没有标记指定位置时，允许我司标记添加在字符层空白区域。
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9）附图所示客户要求控制的阻抗线，在板内实际没有设计时，允许忽略阻抗控制要求，按实际文件制作。
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10）若客户指定的标记位置有其他字符/白油块等（如下图），允许将标记加在字符层其他空白区域；
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11）客户文件有0402BGA要求（如下图），实际文件没有设计0402bga，直接忽略此要求。
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预审部分： 
1. 孔符层若有类似如下的标准，表明此板需采用绿色阻焊油墨
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CAM部分：
1. 为防止字符渗油，CAM制作时，字符到焊盘的距离按最小8mil进行制作；
2. 若顾客制板说明中无沉金金厚及镍厚要求求时，对于沉金表面工艺，要求镍厚3-7微米，金厚0.03-0.07微米
3. 制板说明中无孔径公差要求时，NPTH按+/-0.05mm；PTH按+/-0.075MM(过孔公差控制不到时可忽略)
NPTH铣孔（或槽孔）公差按+/-0.1 mm；PTH铣孔（或槽孔）公差按+/-0.13mm
4. 如下图PCI和PCI -E插槽，顾客无要求时，定位槽尺寸（金手指缺口处）PCI标准1.85+/-0.05mm
PCI标准1.9+/-0.06mm
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5．打叉要求：
       不允许打叉板

6. 此客户对拼板方向在字符层都有图形做识别。CAM制作， 请特别做判断。特别注意NOPE更改单客户按新文件制作时，需要专门做判断拼板方式是否有变更。（已投诉多单）[image: image14.png]0]
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7.器件焊盘0.25*0.3焊盘公差控制
     如下图所示，0.25mm*0.3mm的器件焊盘,无论线路焊盘和阻焊开窗焊盘是否等大，均需要按如下要求制作：

   焊盘成品公差按+/-10%控制, （技术中心评审：此焊盘在客户设计的基础上整体加大6MIL,间距不足则可整体加大4MIL，正常补偿后以阻焊限定的方式制作，其中阻焊开窗比客户原搞单边大1MIL设计。）
            [image: image15.png]=31




8.字符块：
      客户要求白色字符块(一般是3*3MM，6*6MM,35*35MM)的厚度20UM以上 ，表观要求：表面目视平整、均匀，不能有凹凸点，底漆范围内不能有过孔、测试点和走线

